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１．概要（Summary） 

Ag∕Ta2O5/Pt 原子スイッチの電気特性評価のために、

電極にワイヤボンディングが可能かどうか相談を行った。 
18 mm 角の基板上に、7x7 の計 49 個のサンプルがあ

り、サンプルそれぞれに、マグネトロンスパッタリングによっ

て縦横 300 μm 角、厚さ 30 nm の Pt 電極パッドが 4 つ

形成されている（図 1）。この Pt 電極へのワイヤボンディン

グを検討したが、通常、ワイヤボンディングするには 1 μ
m 以上の電極厚さが必要であり、サンプルは 30 nm と電

極厚さが薄いことから、ワイヤボンディングしても電極パッ

ドが剥離する可能性が高いことを説明いただいた。また、

7x7 個あるサンプルにそれぞれ 4 つの配線をするのも、ワ

イヤ同士の交差を考えると非現実的であると説明を受け

た。 

 
Fig.1  Structure of atomic switch  

and electrode pads 
 
そこで、マスクレス露光で、電極パッドの真ん中に 100

μm 角の Au を蒸着し、そのあとダイシングを行って、1x7

のバー状にすることで、ボンディング可能かつ交差の配線

が無い状況にする追加プロセスを提案いただいた。しかし

ながら、提案手法は、プロセスが相当足されることから、ワ

イヤボンディング以外の方法を検討することとし、提案まで

で技術代行へは移行せず終了した。 
 

２．実験（Experimental） 
 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
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